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2025年上海交通大学高速电子系统-西安电子科技大学超高速电路
教育部重点实验室联合基金开放式课题指南

1. 高速电子系统的电磁兼容与多物理兼容
随着电子系统工作速率、集成度、功能多样性不断提高和环境日益复杂，高速电子系统的工作机理及其与环境相互作用机理日益复杂，在电-热-力-流等耦合多物理效应综合作用下，电子系统的兼容性设计和防护需求已逐步从电磁兼容与防护向多物理兼容与防护转变。该方向旨在针对高性能、多功能的高速电子系统及智能微系统的迫切需求，在电磁效应机理、多物理耦合机理及其精确高效表征技术研究基础上，建立电磁和多性能协同机制，提出可同时改善电磁兼容、电热兼容、高效散热及各类可靠性的协同设计方案，提供应对复杂环境下电磁防护、热防护、应力防护需求的有效手段。
2. 射频毫米波异质异构集成技术
射频毫米波异质异构集成是射频毫米波集成电路系统的重要发展方向。然而，由于其半导体-电磁-热-应力-流体等多物理场耦合效应、复杂跨尺度结构、高密度异质集成工艺等特点，在设计理论与实现方法上还面临诸多科学技术问题亟待解决。该研究方向旨在揭示射频毫米波异质异构集成电路系统的根本性物理规律和核心工作机理，解决跨尺度、跨材料、跨工艺、跨物理、跨层级场景下的精确高效仿真建模问题，形成具有高集成度和高功能密度实现方案，研发典型射频毫米波异质集成电路系统样片，提出可测性理论、多维数据重构方法和新型测试表征技术，支撑射频毫米波异质集成电路系统的综合验证，促进射频毫米波异质异构集成技术的快速发展与应用。
3. 面向通感一体的全双工天线与射频前端一体化封装集成
针对近距通信-感知一体化（ISAC）对小型化、低功耗、大带宽、高精度全双工终端迫切需求，开展全双工天线与射频前端一体化封装集成技术研究，提出同时具有宽带、小型化、高隔离的收发共口径封装天线设计方法，探索多域混合式宽带高隔离全双工天线-射频前端一体化封装集成系统架构，突破全双工自干扰消除、低损耗封装集成等关键技术，解决全双工天线-射频前端一体化系统自干扰抑制带宽窄、抑制水平低、损耗大等技术难题，为6G ISAC应用提供理论和技术支撑。
4. 高功率芯片封装微流体多相流动机理及散热优化方法
随着晶体管密度的指数级增加，高密度集成芯片封装所面临的散热问题日益复杂。针对高功率芯片的热管理难题，研究高密度集成芯片封装的跨尺度热耦合特性，揭示不同拓扑结构下微流体对高功率芯片热流密度分布与热应力演化机制。构建基于多智能体的快速性能评估和优化方法。实现微流体冷却系统对热点功率密度≥30 W/cm²的高效散热，芯片整体热阻≤0.5 K·cm²/W，同步实现泵送功率降低≥40%。
5. 面向芯粒（chiplet）集成的高速可重构互连网络建模技术
针对芯粒（Chiplet）集成系统中高带宽、低延迟及可重构互连的协同仿真优化需求，开展基于无源硅转接板的可重构互连网络建模技术研究。集成忆阻开关单元的可重构无源硅转接板支持高速信号路径的按需重构，通过建立忆阻开关单元、传输线及转接结构构成的可重构互连网络的精确电磁仿真模型，采用场-路协同的分析方法，提升射频芯粒集成系统的快速设计能力。同时，构建具有可扩展性的可重构互连网络模型，为规模化芯粒集成技术在高密度射频异构系统中的应用提供技术基础。
6. 面向芯片内生安全的结构功能一体化封装研究
研究聚焦于结构功能材料嵌入芯片封装的技术路线，旨在挖掘芯片内生安全潜能。首先，研究电磁结构功能材料特性与设计原理，通过优化结构参数，增强芯片的射频指纹性能，抵御供应链伪装攻击。其次，探索结构功能材料与芯片封装的集成工艺，实现结构与芯片封装的紧密结合，在不影响芯片散热与电气性能的前提下，嵌入内生安全功能。最后，通过测试与评估，对封装后的芯片进行全面的电磁性能、安全性能测试，验证结构功能材料在实际封装应用中的效果，为芯片内生安全提供技术支撑。
7. 高速高密人工表面等离激元信道串扰抑制技术
现代高速电子系统的快速发展对传输信道的高集成、小型化程度提出了更高的要求。传统的微带线、带状线等信号传输结构由于其固有的非局域化空间模式分布易引起临间通道串扰等信号完整性问题，极大限制了射频电路和系统集成度的进一步提升。人工表面等离激元结构天然具有低互耦、场束缚的特性，有望解决高速高密场景下的临间信道串扰抑制问题，保障高速信号传输的完整性和稳定性。该方向旨在针对高速电子系统集成化产生的信号串扰问题，开展高速高密场景下基于人工表面等离激元的信道串扰抑制技术研究，建立人工表面等离激元信道的基本耦合理论，探索适用于数字域、宽频带的人工表面等离激元信道构型，研究其在微带、带线等不同场景下的耦合抑制方法，为加速高速电子系统集成度提升提供新的技术途径。
8. 基于伪随机编码序列的无源多用户超稳定光频光纤传递技术
基于伪随机编码序列的码分多址（CDMA）技术在无源光网络中实现超稳定光频率分发。通过伪随机序列进行频率跳变，每个用户能够在多个不同频率间快速跳变，从而有效抑制网络中其他用户的信号干扰，改善网络容量、相位噪声抑制和操作简便性，实现高稳定性的光频率传输。具体内容包括：（1）信号生成（2）频率跳变（3）信号传输与反射（4）信号检测与解扩（5）伺服控制。整个系统形成一个闭环控制回路，实时调整光信号的频率，确保其超稳定性。
9. 基于多脉冲电流响应的多芯粒系统电源噪声评估方法
随着集成电路设计面临功耗、存储、面积三重瓶颈，传统集成电路尺寸微缩的技术途径难以推动算力持续增长。集成芯片（Chiplet）通过集成多个芯粒形成高性能、多功能系统，成为突破算力极限和降低设计复杂度的关键方案。电源噪声已成为制约高速电路性能提升的关键技术瓶颈，亟需探索高效精准的评估体系。传统频域目标阻抗法难以准确反映时域噪声特性，易导致过设计。因此，需要从芯粒工作模态出发，系统性整合多芯粒交互机制，精准捕捉电源噪声瞬时波动与耦合特性，分析各芯粒同频同相、同频异相及异频条件下的最坏与统计电源噪声特征，进而分别从时域和统计域高精度、全方位、多维度地实现多芯粒系统电源噪声评估，为集成芯片的电源完整性设计提供有力支持。
10. 低功耗全极化互易场增强型空间电磁调控技术
空间电磁调控技术作为现代人类社会的基础技术，已广泛应用于无线通信、卫星通信、雷达探测等方面，为经济发展提供了至关重要的技术支撑。传统空间电磁调控技术通常基于有源相控阵列天线和大规模天线技术，存在着系统复杂度高、功耗高、极化响应单一、非互易空间电磁调控等问题，是空间电磁调控技术领域亟待攻克解决的问题。该研究方向面向空间电磁调控技术对全极化调控与低功耗空间电磁场增强等方面的需求，探索基于电磁超表面的空间电磁调控新路径，研究负阻型电磁超表面的空间电磁作用机理，建立低功耗互易场增强模型，搭建全极化空间电磁调控框架，重点解决现有空间电磁调控设备功耗高、极化单一调控以及空间场衰减等问题，实现对全极化电磁入射波的低功耗互易增强效果，促进空间电磁调控技术的快速发展与应用。
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上海交通大学高速电子-西安电子科技大学超高速电路教育部重点实验室

联合基金课题
申 请 书


项目名称： 
申 请 者： 
工作单位： 
通讯地址： 
邮政编码： 
电    话： 
申请日期：   年  月  日


制表日期:    年  月  日
一、简表
	申请者信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	
	学位
	
	职称
	
	主要研究领域
	

	
	电话
	
	电子邮件
	

	
	传真
	
	身份证
	

	
	工作
单位
	
	隶属关系
	

	申请项目信息
	项目名称
	

	
	主题词
	

	
	资助类别
	■联合基金  □其它

	
	申请金额
	   万元
	起止年月
	   年  月—    年  月

	课题摘要
	






二、负责人和研究队伍
1、课题组成员名单
	编号
	姓名
	出生年月
	性别
	职称
	学位
	电子邮件
	项目分工

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	教授
	副教授
	讲师
	助研
	工程师
	实验员
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	



三、研究背景和意义、研究现状分析
3.1 研究背景和意义



3.2 国内外研究现状分析



四、研究目标、研究内容、拟解决的关键科学问题
4.1 研究目标与预期成果



4.2 研究内容



4.3 拟解决的关键科学问题



五、研究方案与创新点
5.1、研究方案



5.2、研究特色与创新点





六、经费预算
	预算科目名称
	计划经费/万元
	使用说明

	一、经费支出
	
	

	  1.小型设备费
	
	

	    （1）购置设备费 
	
	

	    （2）试制设备费
	
	

	    （3）设备改造与租赁费
	
	

	  2.材料费
	
	

	  3.测试化验加工费
	
	

	  4.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	
	

	  5.差旅费/会议费
	
	

	6.专家咨询费
	
	

	7.劳务费
	
	

	8.国际合作交流费
	
	

	9.其他
	
	

	合计
	
	

	
	
	3-5万为宜




七、工作计划
	[bookmark: PO_table3]计划
序号
	计划起止时间
	工作描述
	工作成果

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



八．产出和考核指标
	[bookmark: PO_table4]指标
序号
	考核指标
	考核数量
	完成质量要求和说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



九、申请人简介
9.1、个人简介与教育工作经历


9.2、代表性论著与知识产权成果


9.3、研究基础与工作条件



十、申请人承诺及审核意见
	
我接受上海交通大学—西安电子科技大学教育部重点实验室联合基金的资助，将按照项目合作研究协议负责实施本项目，严格遵守联合基金管理试行办法中的有关课题、财务管理的规定，切实保证研究工作时间，认真开展研究工作，按时报送有关材料，及时报告重大情况变动。


项目负责人（签字）：


年   月   日
	
我单位同意承担上述上海交通大学—西安电子科技大学教育部重点实验室联合基金课题，保证项目负责人及其研究队伍的稳定和研究项目实施所需的条件，严格遵守联合基金管理试行办法的有关项目、财务管理等规定并督促实施。





负责人（签字）

 年   月   日

	实验室
主任填写
	
审查意见：

同意实施。

年度拨款计划       万元。


 实验室主任签字:


	
上海交通大学                            西安电子科技大学
高速电子系统                               超高速电路
教育部重点实验室                          教育部重点实验室

（盖章）                                  （盖章）
 年    月    日                              年    月    日



推荐表（需要时填写）
	推荐人意见（请对项目的意义、具体内容、创新点、主要特色和取得预期成果的可能性，申请人的学术水平及研究能力等进行评议）：



















	推荐人姓名：        职称：   专业：

推荐人单位：
                                       签字或盖章：

                                                    年    月    日


注：填写推荐人姓名时，请正楷书写
